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A (57) Abstract: The invention relates to a method for producing a structured metallic surface (5) of a body, or for structuring or
creating metallic joints in the vicinity of the surface. According to said method, a second metallic layer (12), or second intermetallic
o0 layer is created on a first metallic layer, or a first intermetallic layer (11), said second layer being different from the first. At least
& the second metallic layer (12), or the second intermetallic layer is subsequently heated in sections in such a way that an intermetallic
& bond (117) is formed between the material of the first intermetallic layer (11), or the first metallic layer and the material of the second
e, metallic layer (12), or the second intermetallic layer, whereby surface regions (12’) consisting substantially of the material of the
& second metallic layer (12), or the second intermetallic layer, are embedded in said bond. The invention also relates to a metallic
Q surface (5) of a body, in particular a surface of a connector or an electric contact element for electrically contacting or connecting
components with a structure of this type.

g [Fortsetzung auf der ndchsten Seite]



wO 03/028159 A2 NIV 00 T Y

Veroffentlicht: Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
—  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu  Abkiirzungen wird auf die Erkidrungen ("Guidance Notes on
verdffentlichen nach Erhalt des Berichts Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe

der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten metallischen Oberfléche (5) eines Krpers oder
zur oberfldchennahen Strukturierung oder Erzeugung metallischer Gefiige vorgeschlagen, wobei zunéchst auf einer ersten Metall-
schicht oder einer ersten intermetallischen Schicht (11) eine davon verschiedene zweite Metallschicht (12) oder zweite intermetalli-
sche Schicht erzeugt wird, und wobei danach zumindest die zweite Metallschicht (12) oder die zweite intermetallische Schicht derart
bereichsweise aufgeheizt wird, dass sich dort mit dem Material der ersten intermetallischen Schicht (11) oder der ersten Metallschicht
und dem Material der zweiten Metallschicht (12) oder der zweiten intermetallischen Schicht eine intermetallische Verbindung (117)
bildet, in die Oberflachenbereiche (12°) eingebettet sind, die zumindest im Wesentlichen aus dem Material der zweiten Metallschicht
(12) oder der zweiten intermetallischen Schicht bestehen. Daneben wird eine metallische Oberflédche (5) eines Korpers, insbeson-
dere eine Oberfléiche eines Steckers oder eines elektrischen Kontaktelementes zur elektrischen Kontaktierung oder Verbindung von
Bauteilen, mit einer derartigen Struktur vorgeschlagen.
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Metallische Oberfldche eines Kdrpers, Verfahren zur Herstel-

lung einer strukturierten metallischen Oberfléche eines Kor-

pers und dessen Verwendung

Die Erfindung betrifft eine metallische Oberfliche eines
Kérpers, insbesondere einen Kontaktbereich oder eine Ober-
fléche eines Steckers oder einer Steckverbindung, eines 1&s-
baren, insbesondere ldsbaren abhebenden oder lésbaren schie-
benden elektrischen Kontaktelementes wie eines Relais oder
eines Schalters, odef eines Elementes zur elektrischen Kon-
taktierung oder elektrischen Verbindung von Bauteilen, ein
Verfahren zur Herstellung einer strukturiertén metallischen
Oberflache eines Korpers sowie dessen Verwendung, nach der

Gattung der unabhidngigen Anspriche.
Stand der Technik

Als Oberflachen filir elektrische Kontaktelemente bzw. Stecker
kommen derzeit beispielsweise 'im Automobilbereich vorwiegend
zinnoberfldchen zum Einsatz,'d.h. feuerverzinnte Substrate
oder Substrate mit einer galvanisch abgeschiedenen Zinn-
schicht im Bereich einer Dicke von wenigen Mikrometern. Zinn
zeichnet sich dabei durch seine Duktilit&t sowie seine gute

elektrische Leitfdhigkeit aus.

Als Grundwerkstoff bzw. Substrat fiir elektrische Steckver—
bindungen bzw. Stecker mit einer oberfldchlichen Zinnschicht

dienen in der Regel Legierungen auf Basis von Kupfer, wie
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beispielsweise Bronze, so dass sich an der Grenzfldche zwi-
schen der Zinnschicht und Substrat durch Diffusion eine Zwi-
schenschicht ausbildet, die aus einer intermetallischen Ver-
bindung, beispielswelse einer Verbindung der Zusammensetzung
CuSns, CusSng, besteht. Diese ist harter als die dariber be-
findliche Zinnschicht und kann temperaturbedingt auch wach-

Sern.

SchlieRBlich ist bekannt, auf Steckern bzw. Steckkontakten
eine Schicht aus sogenanntem ,Thermozinn“ aufzubringen, d.h.
eine Schicht auf Basis von intermetallischen Phasen mit

Zinn, die durch eine Warmauslagerung entstanden ist.

zinnlegierungen neigen bekanntermaBen aufgrund ihrer gerin-
gen Hirte bzw. ihres geringen VerschleiBwiderstandes bei
haufigem Stecken oder auch fahrzeug- bzw. motorbedingten Vi-
brationen leicht zum Durchrieb sowie zu einer verstarkten
Oxidation (Reibkorrosion), was beispielsweise in einem
Kraftfahrzeug zum Ausfall einer Komponente, insbesondere ei-
nes Sensors, eines Steuergerites oder einer anderen elektri-

schen Komponente, fihren kann.

Daneben ist beil bekannten Oberfldchen von Steckverbindungen
auf Zinnbasis nachteilig, dass die aufgrund der hohen Adhé&-
sionsneigung und der plastischen Verformbarkeit von Zinn

auftretenden Steckkrafte vielfach sehr hoch sind.
Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemdbe metallische Oberflédche eines Korpers
und das erfindungsgemidBe Verfahren zur Herstellung einer
strukturierten metallischen Oberfliche eines Korpers hat ge-
geniiber dem Stand der Technik den Vorteil, dass durch einen

Warmeeintrag in lokal definierte Bereiche der Oberfldche des
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metallischen Kdrpers, insbesondere iiber eine kurzzeitige La-
serbehandlung, dort lokal vor allem iliber induzierte Diffusi-
onsprozesse eine intermetallische Verbindung erzeugt wird,

wodurch sich gleichzeitig auch das Gefiige des dort vorlie-

genden Metalles andert, wahrend in den zumindest weitgehend
nicht dem Warmeeintrag ausgesetzten Oberflachenbereichen die
Bildung dieser intermetallische Verbindung zumindest weitge-

hend unterbleibt.

Dabei l&sst sich je nach Einstellung des eingesetzten Lasers
sowohl die Tiefe der Bildung der intermetallischen Verbin-
dung als auch ihre late;ale Ausdehnung auf mikroskopischer
Ebene definiert einstellen. Weiter kann durch die Laserein-
stellung auch die Abtragsmenge bzw. die Verdampfung im Be-
reich der Oberfliche des bestrahlten Korpers eingestellt
werden, so dass dariiber eine definierte Topographie der
Oberfldche des lokal mit Lasérlicht beaufschlagten Kdérpers

entsteht.

Im Fall der metallischen Oberfldche eines elektrischen Kon-
taktelementes wie eines Steckkontaktes oder eines Steckers
ist weiter vorteilhaft, dass die Dicke der sich durch das
erfindungsgemibe Verfahren einstellenden intermetallischen
Verbindung an der Oberfliache des Kdrpers im Wesentlichen in
der gleichen Grobenordnung wie die typische Dicke einer tub-
lichen Zinnschicht auf einem Grundkérper, beispielswelse aus

einem Material auf Basis von Kupfer, liegt.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus

den in den Unteranspriichen genannten MaBnahmen.

So ist besonders vorteilhaft, dass durch das erfindungsgem&-
Pe Verfahren eine metallische Oberfliche mit einer zundchst

im Wesentlichen aus Zinn bestehenden oder zinnhaltigen
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Schicht auf beispielsweise einem Grundkorper aus Kupfer oder
einem kupferhaltigen Material definiert bereichsweise mit
einer intermetallischen Zinn-Kupfer-Verbindung versehen wer-
den kann, wobei in diese intermetallische zinn-Kupfer-
Verbindung dann bereichsweise Oberflichenbereiche eingebet-
tet oder eingelassen sind, die zumindest im Wesentlichen aus
reinem Zinn bestehen bzw. gegeniiber den Bereichen, in denen
sich die intermetallische Zinn-Kupfer—Verbindung gebildet

hat, zumindest weitgehend unverdndert geblieben sind.

Die derart erzeugte Kombination einer bereichsweise ober-
flachlich vorliegenden relativ harten intermetallischen Pha-
se und darin eingebetteten oder eingelassenen Oberflichenbe-
reichen mit dukfilem Restzinn mit hoher elektrischer Leitfé-
higkeit auf der Oberflache des metallischen Kdrpers erfiillt
in besonderer Weise die elektrischen Eigenschaften, die an
verschleibresistente Metalloberflachen, insbesondere Zinn-
oberflichen, gestellt werden, und fiihrt weiterhin im Fall
der Verwendung als Steckkontakt bzw. Stecker zu besonders

niedrigen Steckkraften.

Durch die iiber das erfindungsgemife Verfahren erhaltene,
vorzugsweise periodische Oberflichentopographie des metalli-
schen Kérpérs, beispielsweise in Form einer hilgelformigen
oder wellenfoérmigen Oberfléchentopographie, ist weiter vor-
teilhaft, dass sich Mikrobewegungen eines derartigen Stek-
kers bzw. Steckkontaktes bei Vibrationsbeanspruchung deut-

lich vermindern.

Daneben ist in diesem Zusammenhang vorteilhaft, wenn die

entstandénen Oberfliachenbereiche ein insbesondere gitterahn-
liches und/oder periodisches Muster von in der intermetalli-
schen Verbindung integrierten oder eingebetteten Inseln oder

Bereichen oder ein Muster von in der intermetallischen Ver-
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bindung integrierten oder eingebetteten linienfdrmigen Kana-

len oder eine Mischung dieser Muster bilden.

Zur definierten lokalen und mikroskopischen Erzeugung der
gewlinschten Bereiche mit der intermetallischen Verbindung
‘bzw. der Oberflachenbereiche in der Oberfléche des metalli-
schen Kérpers wird vorteilhaft ein Hochleistungslaser mit
ausreichender Kohérenzlahge.und einer nachgeordneten Abbil-
dungseinrichtung eingesetzt, so déss tiber eine Strahlteilung
mehrere, beispielsweise zwei oder vier koh&rente Teilstrah-
len erzeugt werden konnen, die durch Interferenz lokal peri-
odisch ausreichend hohe Laserintensitaten bereit stellen.
Die Absorption der lokalen Laserintensitaten liefert dann
lokal begrenzt die Energie fiir eine definierte intermetalli-
sche Phasenbildung und/oder ein lokales Aufschmelzen bis hin
zum Verdampfen und somit die Bildung der gewlinschten, insbe-

sondere periodischen Oberfldchentopographie.

Insbesondere kénnen dabei durch eine unterschiedliche Anzahl
von kohirenten Teilstrahlen bzw. unterschiedliche raumliche
Interferenzwinkel zwischen den Teilstrahlen in sehr einfa-
cher Weise beispielsweise periodische punkt- oder linienfdr-
mige Muster wie ,Locher™ oder die erwahnten ,Inseln™ oder
~Kandle“ oder auch andere, weitgehend beliebige Muster er-—
zeugt oder herausstrukturiert werden, die auf einer periodi-
schen Phasenanordnung und/oder einem periodischen Topogra-

phieeffekt beruhen.

Im Ubrigen ist vorteilhaft, dass die erfindungsgemaben me-
tallischen Oberfldchen des Korpers eine deutliche, durch
Nano-Intender-Messungen bestidtigte Hirtesteigerung gegenliber
dem Zustand vor einer Strukturierung mit dem erfindungsgema-

Ben Verfahren zeigen.
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Durch den Einsatz von gepulsten Hochenergie-Lasern, bei-
spielsweise Nd:YAG-Lasern, ist es vorteilhaft moglich, lokal
eine so hohe Leistung zur Verfiigung zu stellen, dass mit ei-
nem ,Schuss™ mit einer Dauer von lediglich einigen Nanose-
kunden eine Flache von typischerweise 1 mm® bearbeitet wer-
den kann, so dass das erfindungsgemdBe Verfahren auch fiir

die Serienfertigung geeignet ist.
Zeichnung

Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen und in der nach—
folgenden Beschreibung ndher erliutert. Es zéigf Figur 1 ei-
ne Prinzipskizze eines Schnittes durch eine metallische
Oberfléche eines Korpers vor Beaufschlagung mit dem erfin-—
dungsgemafen Verfahren, Figur 2 die Oberfliche gemal Figur 1
nach Beaufschlagung mit dem erfindungsgemibBen Verfahren als
Prinzipskizze, unq Figur 3 den Aufbau der Abbildungseinrich-
tung zur Beaufschlagung der Oberflidche eines Kdrpers im Rah-

men eines Laser-Interferenz-Verfahrens.
Ausfiihrungsbeispiele

Die Figur 1 zeigt einen Grundkérper oder ein Substrat 10 aus
einem weitgehend beliebigen Material, beispielsweise aus ei-
nem Metall wie Kupfexr, Bronze, Messing, CuNiSi, einer Eisen-
legierung oder einem insbesondere rostfreien Federstahl, auf
dem sich eine erste intermetallische Schicht 11 befindet,
die im erlauterten Beispiel aus einer Kupfer-Zinn-Legierung
besteht. Auf der ersten intermetallischen Schicht 11 befin-
det sich weiter eine Metallschicht 12, die im erlauterten

Beispiel eine Zinnschicht ist.

Die Figur 2 zeigt, wie nach Beaufschlagung der Oberfliche

des Korpers gemdl Figur 1 im Rahmen eines Laser-Interferenz-
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Verfahrens mit Hilfe von Laserstrahlung und unter Verwendung
einer Abbildungseinrichtung 20 gem&h Figur 3 im Bereich der
metallischen Oberfldche 5 des beaufschlagtéﬂ Kbrpers Ober-
flachenbereiche 12 entstanden sind, die zumindest weitge—
hend aus. Zinn bestehen, und die im Wesentlichen in ihrer Zu-
sammensetzung der Zinnschicht 12 gemdBl Figur 1 entsprechen.
In der Umgebung der Oberflichenbereiche 12' wurde demgegen-
iiber durch die Beaufschlagung mit Laserstrahlung die erste
intermetallische Schicht 11 und die Metallschicht 12 gemdh
Figur 1 aufgeschmolzen oder allgemein zur Erméglichung-einer
ausreichend groBen Diffusion definiert warmebehandelt, so
dass sich daraus eine intermetallische Verbindung 11' gebil-
det hat, d.h. im erliuterten Beispiel eine Kupfer-Zinn-

Legierung.

Die laterale Ausdehnung dexr Oberflachenbereiche 12% gemal
Figur 2 betridgt typischerweise 500 nm bis 50 pm, insbesonde-
re 1 pm bis 20 pm, und sie weisen, ausgehend von der Ober-
flache 5 des Korpers, eine typische Tiefe von 100 nm bis hin
zur Dicke der von der intermetallischen Verbindung 11' ge-

bildeten Schicht 11%', vorzugsweise 500 nm bis 5 pm, auf.

Die Dicke der von der intermetallischen Verbindung 11' gemdh
Figur 2 gebildeten Schicht betrdgt in der Regel mehr als

500 nm. Insbesondere liegt sie zwiséhen 1 pm und 20 pm, wo-

bei ihre Dicke bevorzugt zumindest ndherungswelse der Summe
der Dicken der ersten intermetallischen Schicht 11 und der

Metallschicht 12 entspricht.

Man.erkennt in Figur 2 im Schnitt deutlich, dass sich die
Oberflachenbereiche 12" von der Oberfldche 5 des Kdrpers
ausgehend in die intermetallische Verbindung 11' erstrecken
und in diese eingebettet sind. Weiter ist erkennbar, dass

die Oberflachenbereiche 12 in Form von Inseln ausgebildet
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sind, die in Draufsicht auf Figur 2 entweder regelmabig oder
unregelmdBig angeordnet sind und so ein Muster von Inseln
bzw. auch linienférmigen Kanidlen oder eine Mischung dieser
Muster bilden. Diese Inseln kénnen in der Tiefe bis hin zum

Substrat 10 reichen.

Durch den lokalen Energieeintrag des Lasers ist es weiter,
wie in Figur 2 angedeutet, lokal im Bereich der intermetal-
lischen Verbindung 11' zu einer Vefdampfung bzw. einer in
der fliissigen Phase ausgebildeten Strukturierung gekommen,
so dass die zuvor ebene Oberfléche 5 des Korpers gemah Figur
2 nunmehr eine beispielsweise hiigel- oder wellénférmige To-
pographie aufweist, die, je nach Anordnung der Oberflédchen-
bereiche 12%, bevorzugt periodisch ist. Die konkrete Ausge-
staltung der erzielten Topographie unterliegt dabei kaum Be-
schriankungen und ist im Einzelfall ohne Weiteres an die ge-

winschte Verwendung anpassbar.

Im Ubrigen ist klar, dass das erlauterte Verfahren sowohl
zur Strukturierung von metallischen Oberflachen 5 als auch
generell zur oberflachennahen Strukturierung oder Erzeugung
metallischer Gefilige geeignet ist. Besonders geelgnet ist es
zur oberflédchlichen Strukturierung von Kontaktfldchen, ins-
besondere bei Steckern, elektrischen Kontaktelementen, 16s-
baren abhebenden elektrischen Kontaktelementen wie Reléis,
1dsbaren schiebenden elektrischenh Kontaktelementen wie
Schaltern, oder sonstigen elektrischen Verbindungselementen.
Weiter ist klar, dass sich die Oberfliachenbereiche 12' ab-
weichend von Figur 2 in der Tiefe auch bis hin zum Substrat

10 erstrecken konnen.

Im Ubrigen sei noch betont, das neben den beispielhaft er-
lauterten Metallen Cu und Sn oder Legierungen oder interme-

tallischen Verbindungen mit diesen Metallen auch noch andere
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Metalle wie Ag, Ni, Fe, Ru, 2r, Au oder Al sowie Legierungen
oder intermetallische Verbindungen mit diesen Metallen als
Material fur die erste intermetallische Schicht 11 oder die

Metallschicht 12 in Frage kommen.

Weiter ist es in vielen Fillen zweckmdBig, wenn sich zwi-
schen dem Substrat 10 und der ersten intermetallischen
Schicht 11 noch mindestens eine weitere Zwischenschicht,
beispielsweise eine Haftschicht, oder ein Multilagen-

Schichtsystem befindet.

Die Figur 3 erlautert im Detail die Erzeugung der metalli-
schen Oberflache gemidh Figur 2 bzw. die Durchfihrung des er-
findungsgemdBen Verfahrens am Beispiel einer metallischen
Oberflache 5, die zur Verdeutlichung in Draufsicht daneben
noch einmal vergrobert dargestellt ist. Dort erkennt man
deutlich in einer auf die Draufsicht auf Figur 2 entspre-
chenden 2Ansicht die periodische Anordnung der Oberflichenbe-
reiche 12' in Form von Inseln in einer Schicht aus der in-
termetallischen Verbindung 11‘. Im Einzelnen ist gemdh Figur
3 ein ublicher Nd:YAG-Laser vorgesehen, der bei einer Wel-
lenlange von beispielsweise 355 nm mit einer Leistung von
200 mW und einer Pulsdauer von 10 ns gepulst wird. Auf diese
Weise entsteht eine Oberflichentopographie mit typischen Ho-~
hen bzw. Tiefen der Hiigel oder Wellen im Bereich von 50 nm

bis 500 nm.

Von dem Laser 21 gem&f Figur 3 geht ein Laserstrahl 22 aus,

der tber eine A/2 -Platte 23 und einen nachgeschalteten Po-
larisator 13 zu einem mechanischen Shutter 14 gelangt, derx
eine Pulsung des Laserstrahles 22 bewirkt. Dem Shutter 14
sind zwel optische Abbildungslinsen 15, 16 nachgeordnet, die
den Laserstrahl 22 iiber einen Umlenkspiegel 17 auf einen er-

sten Strahlteiler 18 abbilden, der den Laserstrahl 22 in ei-
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nen ersten, einem Spiegel 19 zugefiihrten und einen zweiten,
einem zweiten Strahlteiler 18 zugefiihrten Strahl aufteilt.
Der zweite Strahl wird dann durch den zweiten Strahlteiler
18 erneut aufteilt, und einerseits einem Spiegel 19 und an-
dererseits Zzwel weiteren Spiegeln 19 zugefiihrt. Insgesamt
wird so der Laserstrahl 22 in drei auf die metallische Ober-
fldche 5 einwirkende Laserstrahlen aufgeteilt, die miteinan-
der interferieren, so dass dort nach Art bekannter Laser-
Interferenz-Verfahren ein lokal definierter Warmeeintrag in

die Oberfliche 5 erfolgt.
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Anspriche

1. Metallische Oberfldche eines Korpers, insbesondere
Kontaktbereich oder Oberfliache eines Steckers oder einer
Stéckverbindung, eines ldsbaren, insbesondere abhebenden
oder schiebenden elektrischen Kontaktelementes oder eines
Elementes zur elektrischen Kontaktierung oder Verbindung wvon
Bauteilen, die bereichsweise eine intermetallische Verbin-
dung (11') und bereichsweise Oberflachenbereiche (12%) auf-
weist, die aus einem Metall oder einer von der intermetalli-
schen Verbindung (11') verschiedenen Metalllegierung beste-

hen.

2. Metallische Oberflidche eines Korpers nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die intermetallische Verbindung
(11Y) mindestens ein Metall ausgewdahlt aus der Gruppe Cu,
Sn, Ag, Ni, Fe, Ru, Zr, Au oder Al enthalt oder eine Legie-
rung oder intermetallische Verbindung mit einem oder minde-

v

stens zweil dieser Metalle ist.

3. Metallische Oberflédche eines Korpers nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die intermetallische Verbindung
(11')Zinn und Kupfer enthilt, eine Legierung mit Zinn und

Kupfer ist, oder zumindest im Wesentlichen aus Zinn und Kup-

fer besteht.

4. Metallische Oberfldche eines Korpers nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Substrat (10}, insbesondere
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ein zumindest weitgehend aus Kupfer, Stahl oder einer Eisen-
legierung bestehendes Substrat (10), vorgesehen ist, auf dem
sich eine Schicht aus der intérmetallischen Verbindung (11%')
befindet, in die die Oberfl&dchenbereiche (12') eingebettet

eingelassen sind.

5. Metallische Oberfldche eines Korpers nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht aus der intermetal-
lischen Verbindung (11') eine Dicke von 500 nm bis 20 um,

insbesondere 1 pm bis 10 pm, aufweist.

6. Metallische Oberfldche eines Korpers nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Oberflidchenbereiche (12') von der Oberflidche (5) des
Korpers in die intermetallische Verbindung (11‘) erstrecken

und/oder in diese eingebettet sind.

7. Metallische Oberfldche eines Korpers nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflachenbereiche (12') ein insbesondere gitterdhnliches
Muster von in der intermetallischen Verbindung (11‘) inte-
grierten oder eingebetteten Inseln oder Bereichen oder ein
Muster von in der intermetallischen Verbindung (11') inte-
grierten oder eingebetteten linienférmigen Kandlen oder eine

Mischung dieser Muster bilden.

8. Metallische Oberfldche eines Korpers nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberfliachenbereiche (12'), insbesondere im Fall der Inseln

oder Bereichen, eine laterale Ausdehnung von 500 nm bis
50 pm, insbesondere von 1 um bis 20 pm, und/oder im Fall der
linienférmigen Kandle eine Breite von 100 nm bis 100 pm,

insbesondere von 10 pm bis 50 um, aufweisen.
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9. Metallische Oberflache eines Koérpers nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflachenbereiche (12') sich ausgehend von der Oberfléche
(5) des Korpers bis in eine Tiefe von 100 nm bis 20 pm, ins-
besondere von 500 nm bis 5 pm, in der intermetallischen Ver-

bindung (11‘) erstrecken.

10. Metallische Oberfl&che eines Korpers nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflache (5) eine Topographie, insbesondere eine hiigel-

oder wellenfdrmige Topographie aufweist.

11. Verfahren zur Herstellung einer strukturierten metal-
lischen Oberfliche eines Korpers, insbesondere nach einem
der vorangehenden Anspriiche, wobei zundchst auf einer ersten
Metallschicht oder einer ersten intermetallischen Schicht
(11) eine davon verschiedene zweite Metallschicht (12) oder
zwelte intermetallische Schicht erzeugt wird, und wobel da-
nach zumindest die zweite Metallschicht (12) oder die zweite
intermetallische Schicht derart bereichsweise aufgeheizt
wird, dass sich dort mit dem Material der ersten intermetal-
lischen Schicht (11) oder der ersten Metallschicht und dem
Material der zweiten Metallschicht (12) oder der zweiten in-
termetallischen Schicht eine intermetallische Verbindung
(11Y) bildet, in die Oberflidchenbereiche (12') eingelassen
oder eingebettet sind, die zumindest im Wesentlichen aus dem
Material der zweiten Metallschicht (12) oder der zweiten in-

termetallischen Schicht bestehen.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufheizen mit Hilfe einer optischen Abbildungsein-
richtung (20) erfolgt, mit der Laserlicht hoher Intensitit
kurzzeitig auf definierte Bereiche der metallischen Oberila-

che (5) abgebildet wird, wobei in den dem Laserlicht ausge-
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setzten Bereichen der metallischen Oberflache (5) die inter-

metallische Verbindung (11‘) entsteht.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfl&chenbereiche (12') gegentiber den
benachbarten, von der intermetallischen Verbindung (11%)
eingenommenen Bereichen vergleichéweise wenig oder nicht

aufgeheizt werden.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass ein definiertes lokales Aufheizen der
metallischen Oberflache (5) mit der Abbildungseinheit mit

Hilfe eines Laser-Interferenz~Verfahrens erfolgt.

15. Verfahren nach einem der Anspriche 11 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass durch das bereichsweise Aufheizen der

metallischen Oberfldche (5) dort die Ausbildung einer Topo-
graphie, insbesondere einer periodischen hiigel- oder wellen-

foérmigen Topographie, induziert wird.

l6. Verwendung des Verfahrens nach einem der vorangehen-
den Anspriiche zur Strukturierung von insbesondere metalli-
schen Oberflichen (5) oder zur oberflichennahen Strukturie-

rung oder Erzeugung metallischer Geflige.
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